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延续摩尔定律，IC巨头发力先进封装
——产业变局下的先进封装系列报道之一

中瑞企业创新大会成功举行中瑞企业创新大会成功举行

本报讯 1月23日，工业和信
息化部、科技部、国资委、国防科工
局在广西南宁联合召开重大短板
装备专项工程推进会议。工业和
信息化部党组成员、副部长辛国斌
出席会议并讲话，广西壮族自治区
人民政府副主席费志荣出席会
议。科技部、国资委、国防科工局
等部门以及有关地方工业和信息
化主管部门、重点企业、高校、科研
院所、行业组织等单位代表参会。

辛国斌指出，制造装备既是工
作母机，也是国家工业水平、制造
能力的集中体现。党的十八大以
来，我国制造业取得重大成就，但
关键核心领域还有诸多短板弱项，
特别是高端制造装备存在重大短
板，已成为制约制造业高质量发
展、危及产业安全的瓶颈。

辛国斌强调，党中央、国务院
高瞻远瞩，决定实施重大短板装备
专项工程，对提高创新能力、推进

供给侧结构性改革、推动制造业高
质量发展具有十分重要的现实意
义和长远的战略意义。

辛国斌要求，各地方、各重点
企业、行业组织以及社会各界要积
极贯彻落实党中央、国务院决策部
署，推进重大短板装备创新发展。
一是要创新体制机制和组织模式，
充分发挥各方积极性；二是要坚持
需求牵引，集中突破产业发展瓶
颈；三是要以企业为主体，深化产
学研用协同；四是要推动军民深度
融合，促进资源共享和协同创新；
五是要加强培养和集聚人才，夯实
创新发展基础；六是要进一步开放
合作，走互利共赢发展道路。

会议期间，辛国斌调研了广西
南南铝加工有限公司。部装备工
业司、规划司、财务司、原材料工业
司、装备工业发展中心有关同志参
加会议。

（布 轩）

本报讯 记者吴丽琳报道：1
月21日，工业和信息化部、北京市
人民政府在京举办国家网络安全
产业园区入园企业座谈会。工业
和信息化部党组成员、副部长陈肇
雄，北京市委常委、副市长殷勇出
席座谈会并讲话。

陈肇雄指出，要深刻认识发
展网络安全产业的重要意义，全
面落实习近平总书记关于网络强
国的重要思想，扎实推进网络安
全产业园区建设工作，力争把园
区打造成服务国家经济社会发
展、引领网络安全技术产业发展
的战略高地。要突出创新驱动引
领网络安全产业发展，强化网络
安全基础技术、通用技术、关键核
心技术创新研究，积极开展新兴
融合应用网络安全技术研发布
局，构建多领域、多层次网络安全
技术创新体系。要深化多方合作
打造良好网络安全产业发展生
态，持续完善网络安全产业园区
政策，充分调动网络安全企业、网

络运营商、高校、科研机构、金融
机构等主体的积极性，协同打造

“政产学研用”一体化网络安全产
业发展生态。

国家网络安全产业园区选址
于海淀区四季青镇、通州区西集
镇，占地面积约 7330 亩，建筑面
积约 440 万平方米。园区定位于
网络安全“高精尖”产业，到 2025
年建成国家安全战略支撑基地、
国内领先国际一流的网络安全研
发基地、网络安全高端产业集聚
示范基地、网络安全领军人才培
育基地和网络安全产业制度创新
基地等“五个基地”。

工业和信息化部办公厅、规划
司、财务司、科技司、信息化和软件
服务业司、网络安全管理局、网络
安全产业发展中心等相关负责人，
北京市经济和信息化局等相关委
办局负责人，北京市海淀区、通州
区相关负责人，以及来自研究机
构、高校、企业的专家和代表参加
会议。

国家网络安全产业园区
入园企业座谈会召开
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工业互联网平台工业互联网平台：：从群雄逐鹿转向落地为王从群雄逐鹿转向落地为王
——2019年电子信息产业热点展望之四

本报记者 徐恒

去年，工业互联网成业界吸睛
词汇，成绩可圈可点。随着 2018 年
年底重庆成为继北京、上海、广州、
武汉之后第5个拥有国家顶级节点
城市，我国工业互联网“东西南北
中”的布局架构已初步形成。如果说
网络是基础，安全是保障，那么平台
就是工业互联网整个产业的核心。
2018年，我国工业互联网平台建设
发展迅猛，已培育形成50余家具有
一定影响力的工业互联网平台，部
分平台工业设备连接数量超过 10
万套，涌现了一批创新工业APP并
实现商业化应用。 （下转第5版）

本报讯 1 月 21 日，中瑞企业
创新大会在瑞士苏黎世召开，中华
人民共和国副主席王岐山与瑞士联
邦主席毛雷尔出席大会开幕式并致
辞。工业和信息化部部长苗圩，以
及外交部、发展改革委等部门负责
人参加大会开幕式。

举办中瑞企业创新大会是落实
两国元首共识，丰富中瑞创新战略

伙伴关系内涵和构建中瑞高水平
创新合作平台的重要举措。会议
由中国工业和信息化部与瑞士联
邦经济教研部共同主办，部国际经
济技术合作中心与瑞士企业协会
承办。来自中瑞两国政府部门、企
业、科研机构、高校、行业组织的代
表 300 余人参加会议，双方围绕

“数字化引领创新”主题，就智能制

造、数字化、人工智能等领域创新合
作深入交流，并共同见证了产业园
区、数字经济、人工智能、科研创新等
领域共 10 份合作文件的签署。部国
际经济技术合作中心与瑞士企业协
会、瑞中经济协会签署合作协议，将分
别代表中瑞两国的产业界共同推动建
立中瑞现代产业合作伙伴关系，搭建
两国产业间机制性交流合作平台。

大会期间，中方还组织 40 余位企
业家与中国驻苏黎世总领事馆座
谈交流，并调研了 ABB、温特图尔
发动机、Venture Lab等企业。

工业和信息化部国际合作司、
装备工业司、信息化和软件服务业
司、财务司、国际经济技术合作中
心相关负责人参加上述活动。

（耀 文）

重大短板装备专项工程
推进会议举行

第四届中国电子信息行业
发展大会举办

进入“超越摩尔”时代，半导体
头部企业发展重点逐渐从过去着力
于晶圆制造工艺技术节点的推进，
转向系统级设计制造封装技术的创
新，先进封装技术开始扮演愈加重
要的角色。与此同时，先进封装也
为中国半导体企业发展带来了难得
的时间窗口。

先进封装延续摩尔定律

传统封装通常是指先将晶圆片

切割成单个芯片再进行封装的工
艺，主要包括单列直插封装（SIP）、
双列直插封装（DIP）、小外形封装
（SOP）、小晶体管外形封装（SOT）、
晶体管外形封装（TO）等封装形
式。随着半导体技术不断演进，进
入“超越摩尔”时代，半导体大厂的
发展重点逐渐从过去着力于晶圆制
造工艺技术节点的推进，转向系统
级设计制造封装技术的创新。先进
封装技术得到空前发展。

“先进封装是指处于前沿的封
装形式和技术。目前，带有倒装芯
片（FC）结构的封装、晶圆级封装

（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封
装、3D封装等均被认为属于先进封装
范畴。”长电科技高级副总裁刘铭此前
接受记者采访时介绍。

近几年来，受限于工艺、制程和材
料的瓶颈，摩尔定律的演进开始放缓，
芯片的集成越来越难以实现，3D封装
开始被认为是后摩尔时代集成电路的
一个重要发展方向。英特尔、台积电、
三星等半导体大厂都对3D封装技术
给予了高度重视。

英特尔的首席架构师Raja表示，
新的封装技术可以彻底改变目前的芯
片架构，可以往芯片上方再叠加芯

片。如果在处理器芯片上叠一颗
5G 基带芯片，那么支持 5G 的处理
器就诞生了。

在第二届中国系统级封装大
会上，华为硬件协同设计实验室
首席架构师吴伯平表达的观点也
很相似。吴伯平表示，尽管封装
也在追赶摩尔定律的速度，但因为
封装有多样性，封装与摩尔定律的
趋势并非完全一致。现在的一个趋
势就是把很多芯片封装在一个大芯
片内，这种“组合”的方式是未来
的大趋势。

（下转第4版）

编者按：“超越摩尔”时代来临，先进封装技术成为半导体大厂延续摩尔定律的重要手段之一。先进封装的技术如何演进，
产业发展呈现哪些新趋势，中国推进先进封装有何策略……中国电子报特推出“产业变局下的先进封装”系列报道，针对业界关
注的先进封装的热点话题进行深度解读。

本报记者 陈炳欣

本报讯 1 月 24 日，华为在北
京举办5G发布会暨2019世界移动
大会预沟通会，发布了全球首款5G
基站核心芯片——华为天罡，致力
打造极简 5G，助推全球 5G 大规模
快速部署。

据悉，华为天罡在集成度、算
力、频谱带宽等方面，取得了突破性
进展：极高集成，首次在极低的天面
尺寸规格下，支持大规模集成有源
PA（功放）和无源阵子；极强算力，实

现2.5倍运算能力的提升，搭载最新
的算法及Beamforming（波束赋形），
单芯片可控制高达业界最高64路通
道；极宽频谱，支持200M运营商频
谱带宽，一步到位满足未来网络的
部署需求。同时，该芯片为 AAU 带
来了提升，实现基站尺寸缩小超
50%，重量减轻 23%，功耗节省达
21%，安装时间比标准的4G基站节
省一半时间，有效解决站点获取难、
成本高等挑战。

目前，华为已经获得30个5G商
用合同，25000多个5G基站已发往世
界各地。华为可提供涵盖终端、网络、
数据中心的端到端5G自研芯片，支
持“全制式、全频谱”网络，并将最好
的 5G 无线技术和微波技术带给客
户。华为常务董事、运营商BG总裁丁
耘表示：“华为长期致力于基础科技
和技术投入，率先突破5G规模商用
的关键技术；以全面领先的5G端到
端能力，实现5G的极简网络和极简

运维，推动5G大规模商业应用和生
态成熟。”

本次会上，华为介绍了近期推
出的全球首款装有AI大脑的数据中
心交换机。面向未来，华为提出“自
动驾驶网络”的目标，积极引入全栈
全场景AI技术，打造SoftCOM AI
解决方案。此外，本次会上，华为常
务董事、消费者业务CEO余承东还
发布了全球最快5G多模终端芯片
和商用终端。 （刘 晶）

华为发布全球首款5G基站核心芯片

本报讯 记者张心怡报道：1
月23日，由中国电子信息行业联合
会主办的2019（第四届）中国电子
信息行业发展大会在北京召开。
工业和信息化部副部长罗文出席
会议并讲话，中国电子信息行业联
合会会长王旭东、常务副会长曲维
枝、副会长兼秘书长周子学等出席
会议。会议由中国电子信息行业
联合会执行秘书长高素梅主持。

罗文在讲话中说，改革开放
40年来，在党中央、国务院的坚强
领导下，在产业界的共同努力下，
我国电子信息产业实现了规模从
弱小到世界第一、门类从有限少数
到齐全完备的飞跃，以企业为主体
的产业创新体系初步形成，培育出
一批世界知名企业，生态体系不断
完善，为制造强国和网络强国建设
奠定了坚实基础。特别是党的十八
大以来，全行业认真贯彻落实创新
发展战略，取得了一系列重大成
果，转型升级步伐加快，关键环节
不断取得突破，产业结构持续优
化，融合发展全面提速。

罗文指出，成绩固然可喜，但
我们也要看到，产业发展面临的形
势愈加复杂严峻。从国际看，贸易
保护主义盛行、逆全球化思潮抬

头，世界经济下行压力加大，这为
我国企业开拓国际市场、寻求技术
合作等方面带来一定压力。从国内
看，我国经济发展进入新常态，增
长速度从高速转向中高速，发展方
式从规模速度型转向质量效率型，
经济结构调整从增量扩能为主转
向调整存量、做优增量并举，这对
电子信息产业发展提出了新的要
求。从产业自身看，产业高质量发
展要求与产业关键领域技术水平
层次较低之间的根本矛盾没有得
到解决，产业原始创新能力不足、
供应链环节缺失等问题仍然存在。

罗文指出，推动电子信息产业
向高质量发展目标迈进，需要抓好
以下四项工作：

一是培育新势能，着力转变产
业发展方式。瞄准产业核心基础环
节的短板，加快建设若干制造业创
新中心，加快创新成果产业化。积极
布局新一代通信、先进计算等前沿
领域，抢占未来发展制高点。充分发
挥市场在资源配置中的决定性作
用，着力开展产融对接合作、高端人
才培养、知识产权保护等工作。举办
中国电子信息博览会、世界VR大
会、全球 IC 企业家大会等交流活
动，增强行业凝聚力。（下转第2版）


